Полуавтоматическая установка для монтажа кристаллов T-3202.
Установка T-3202 представляет новое поколение оборудования для электронной сборки, управляемого через Windows, характеризующегося максимально возможной функциональной гибкостью. Она экономична и решает множество прикладных задач. Как и все продукты Tresky, она использует технологию с прецизионной вертикальностью, гарантирующую параллельность чипа относительно подложки при любой высоте выводов.
T-3202 оснащена фирменной системой извлечения кристаллов для захвата с пластины.
· Технология с Прецизионной Вертикальностью (True Vertical Technology™)
· Программируемость по 4-м осям
· Уникальный захват с пластины
· Многофункциональность
· Программное обеспечение
Универсальная система T-3202, спроектирована как для нужд разработки, так и для нужд мелкосерийного и среднесерийского производства. 
Гибкое ПО на основе Windows обеспечивает программирование с режимом обучения оператора, быстрый переход от процесса к процессу и воспроизводимое качество продукции. Модульная структура с множеством опций позволяет создать оптимальную конфигурацию под нужды пользователя.
Применимость:

Посадка кристаллов, Сортировка кристаллов, Разварка по методу перевёрнутого кристалла, Формирование трёхмерных многокристальных модулей / Расположение кристаллов в стеки, Микромашины, MOEMS, VCSEL, Фотоника, Ультразвуковая сварка, Ультразвуковая сварка с подогревом, Радиочастотная идентификация, Сборка датчиков, Сборка склеиванием, Пайка эвтектическим сплавом (AuAu, AuSn, и др.),  и так далее.
Свойства и опции:

- Интерфейс для всех необходимых параметров XYZ (оси движения) и T (поворотная ось), Профиль температур, Демонстрация изображений с верхней и нижней камер наблюдения, Проверка при сборке по методу перевёрнутого кристалла.

- Технология с прецизионной вертикальностью, Движение по Z-оси на  95 мм с моторизованным вращением на 360°; Раздаточное устройство (диспенсер), Отпечатывание, Ультразвуковой инструмент, Скрайбирование, Нагрев инструментов, Шпиндель, и др.
- Поддержка моторизованного позиционирования столика по XY-осям
- Захват кристаллов с пластины с помощью запатентованной системы ф. Tresky, предназначенной, в основном, для всех видов кремния арсенида галлия и фосфида индия, толщиной 30 мкм и выше.
Технические данные:

	Движение по X и Y (стадия позиционирования):
	220мм x 220мм (автоматически)

	Движение по X и Y (стадия пластин):
	220мм x 220мм (вручную)

	Движение по оси Z:
	95мм (автоматически)

	Вращение шпинделя:
	360° (вручную / автоматически как опция)

	Усилие разварки (стандартный диапазон):
	40г – 400г (доступны и другие диапазоны)

	Усилие разварки (повторяемость):
	±1г

	Разрешающая способность измерений по оси Z:
	±0.001мм

	Макс. размер схемной платы/ Размер подложки:
	400мм x 280мм

	Точность позиционирования:
	5мкм

	Подключение:
	Сжатый воздух: 5 - 6 бар / Вакуум: 0,6 бар

	Размеры:
	900мм x 800мм x 700мм

	Вес:
	11кг

	Напряжение:
	110В / 220В
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